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特
集

1. はじめに

　半導体デバイス間の信号の入出力は高速化しており，速
度や伝送距離によっては光配線が必要といわれている 1)。
一方で従来の銅配線による高速伝送対応が進んでおり，
年々進化している状況にある。図 1はプリント配線板にお
ける高速シリアル伝送の部位と高速化のトレンドを表した

ものである。差動伝送では 28 Gbps，シングルエンド伝送
では 12 Gbpsが実用化されはじめている。このような高速
な信号入出力のある半導体デバイスを適切に機能させ，図
2に示すような伝送波形やリターンロスの仕様に合致させ
るためには，信号の送り側 (Tx)と受け側 (Rx)との間の基
板配線，コネクタ，ケーブル等で構成される伝送線路のイ
ンピーダンス制御が必要である。基板配線が長く，伝送損
失が大きくなる場合には，プリント配線板の材質として通
常よりも低損失なものを選択することもある。基板配線だ
けでなく，これに関連する平行平板共振に起因する透過特
性の劣化が生じることがあるため，伝送モードができるだ
け変化しないような伝送線路設計を行うと共に，平行平板
共振が起こらないようなプレーンの設計を行う。特にリ
ターンロスの仕様合致に関しては，特性インピーダンスに
関する TDR（Time Domain Refrectmetry；時間領域反射） プ
ロファイルを指標としたパターン設計が重要となる。本稿
では以上の最新動向を解説する。

2. プリント配線板の材質

　高速な電気信号が導体を伝搬する際，導体損と誘電損か
らなる伝送損失が生じ，高周波成分ほど減衰する 2),3)。誘電
損はガラスエポキシの比誘電率（εr。本稿では Dkと記す）
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図 1.　高速シリアル伝送の部位とトレンド

図 2.　高速シリアル伝送の基本構成と規格
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